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IN-LINE VAKUUM-BESCHICHTUNGSANLAGE
FUR PLATTEN UND METALLISCHE BANDER




= Hochrate-Elektronenstrahl-Bedampfung
= Verdampfung von Metallen,
Legierungen und Verbindungen
= plasmaaktivierte Prozessfiihrung
(HAD und SAD Prozesse)
= reaktive Prozessfiihrung
= Puls-Magnetron-Sputtern
= andere PVD-Verfahren
(z. B. Jet-Verdampfer)
= PECVD-Prozesse

= Breite: bis zu 300 mm
= Dicke: 0,015 mm bis 1,5 mm
= max. Masse: 1000 kg

= max. GroBe: 500 mm x 500 mm
= max. Masse: 15 kg

sonstige Ausrustung

= Strahlungsheizer: max. Leistung 60 kW
= Einige lonenatzer max. Leistung 30 kW

= Dual-Magnetron-Sputter-System (DMS-System): max. Leistung 30 kW

= Stromversorgung zur Plasmaaktivierung, Bogenstrom max. 3000 A

= Magnetfalle zur EB-Verdampfung fir die Beschichtung von

temperaturempfindlichen Substraten

= \Wendeeinrichtung zur Zweiseitenbeschichtung von Platten

= Réntgenfluoreszenz-Schichtdicken-Messsystem (XRF)

= Optische Schichtdickenmessung mit WeiBlicht-Spektrometer
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Ausriistung Gesamtansicht der MAXI-Anlage
1 Elektronstrahl-Bedampfung
2 SAD-Prozess
3 Puls-Magnetron-Sputtern
4 Wickelstation 1
5 Beschichtung von Platten und

metallischen Béndern
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Wir setzen auf Qualitat

und die I1SO 9001.
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Hochleistungs-Elektronenkanone Réntgenfluoreszenz-Schichtdicken-
Telefon +49 351 2586-243

Messsystem (XRF)
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(Flexible technologische Ausriistung - Beispiel)
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Unterschiedliche Vorbehandlung,

z. B. Heizen, Atzen, Aufbringen von Zwischenschichten
Hochleistungs-Elektronenkanone

Verschiedene Verdampfertiegel fur unterschiedliche Materialien
(Metalle, Legierungen oder Verbindungen)

Plasmaaktivierter Bedampfungsprozess

Thermische Nachbehandlung, z. B. Elektronenstrahl-Heizen

O 00

10.
11.
12.

Rontgenfluoreszenz-Schichtdicken-Messsystem,

optische Schichtdickenmessung mit WeiBlicht-Spektrometer
Platten in Tragrahmen, gestapelt

Schieberventile

Plattenwendeeinrichtung zur Zweiseitenbeschichtung

von Platten

Bandkantensteuerung

Rollenschleuse zur Druckentkopplung

Quetschventil zum Bundwechsel

Platten

max Abmessungen:

max. Masse:
Geschwindigkeit:

Bander

max. Bandbreite:
max. Banddicke:
Geschwindigkeit:

500 mm x 500 mm
15 kg
0,001 ... 1,0 m/s

300 mm
0,015 ... 1,5 mm
0,001 ... 1,0 m/s




